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中证网讯（记者 王可）4月20日，国内领先的高端先进封测龙头企业——合肥颀中
科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”，股票代码“688352”）正式登陆科
创板，保荐人和主承销商为中信建投证券。

公司表示，自成立以来，颀中科技即定位于集成电路的先进封装业务，是境内少数
掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的集成电路封测厂商，也是境内最早专业
从事8吋及12吋显示驱动芯片全制程（Turn-key）封测服务的企业之一。经过近二
十年的发展，颀中科技现已形成以显示驱动芯片封测业务为主，电源管理芯片、射
频前端芯片等非显示类芯片封测业务齐头并进的良好格局。

技术指标行业领先

受制于技术与开发成本的双重难关，通过先进封装技术提升芯片整体性能成为了集
成电路行业技术发展趋势。集成电路凸块制造技术作为现代先进封装的核心技术之
一，也是诸多先进封装技术得以实现和进一步演化的基础。

对此，颀中科技经过多年的研发积累和技术攻关，在集成电路凸块制造、测试以及
后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术和大量先进工艺。以金
凸块制造为例，颀中科技通过在晶圆表面制作数百万个极其微小的金凸块作为芯片
封装的引脚，极大地提升了显示驱动芯片的性能。

除此以外，颀中科技在铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等其他凸块制造技术上也取
得了丰硕的研发成果，开发出多项核心技术，覆盖了整个生产制程，为公司产品保
持较高竞争力提供了坚实保障。

作为一家高新技术企业，截至2022年6月末，颀中科技已取得73项授权专利，其中
发明专利35项、实用新型专利38项。与境内外同行业可比公司对比来看，颀中科技
在凸块制造、晶圆测试及后段封装等主要工艺环节所涉及的关键技术指标上均处于
领先或持平水平，在品质管控方面亦然领先于行业，各主要环节的生产良率稳定在
99.95%以上。

主营业务增长强劲

历经近二十年的持续深耕，颀中科技在巩固显示驱动芯片封测领域优势地位的同时
，也于2015年将业务版图扩展至非显示类芯片封测市场。目前，颀中科技封装的非
显示类产品主要以电源管理芯片、射频前端芯片（功率放大器、射频开关、低噪放
等）为主，少部分为MCU（微控制单元）、MEMS（微机电系统）等其他类型芯
片，广泛应用于消费类电子、通讯、家电、工业控制等下游领域。
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据颀中科技介绍，凭借多年来在业务版图及产品布局的持续拓展，以及在产品质量
、专业服务等方面的优异表现，在显示驱动芯片封测领域，颀中科技积累了联咏科
技、敦泰电子、奇景光电、瑞鼎科技、谱瑞科技、晶门科技、集创北方、奕斯伟计
算、云英谷等境内外知名客户；在非显示驱动芯片封测领域，公司开发了矽力杰、
杰华特、南芯半导体、艾为电子、唯捷创芯、希荻微等优质客户资源。根据沙利文
数据，2020年中国前十大显示驱动芯片设计企业中有九家是公司客户。

业绩方面，2019年至2021年，颀中科技显示驱动芯片封测业务收入分别为6.42亿
元、8.06亿元、11.99亿元。根据赛迪顾问及沙利文数据测算，2019年至2021年，
颀中科技是境内收入规模最高、出货量最大的显示驱动芯片封测企业，在全球显示
驱动芯片封测领域位列第三名。同时，公司非显示类芯片封测业务收入持续增加，
由2019年的1310.67万元增长至2021年的10084.42万元，三年复合增长率达177.3
8%。

未来成长前景广阔

近年来，随着摩尔定律持续推进引发的经济和性价比效益下滑，叠加5G、物联网和
人工智能等新兴趋势的共同推动，以3D、Sip、Chiplet等为代表的先进封装技术发
展快速。根据Yole数据，全球先进封装市场规模有望在2027年达650亿美元，202
1-2027年复合年均增长率约9.6%。后摩尔时代，先进封装作为实现“超越摩尔定
律”的重要方式，其成长性优于整体封装市场和传统封装市场，从整个封装行业来
看，先进封装占比加速提升，有望在2026年超过50%。

封测环节已成为国内半导体产业中最具竞争力的环节，国内封测厂商也在半导体全
球测试市场中占据主导地位。据中国半导体行业协会统计及Frost&Sullivan数据，
预计2025年，国内封测产业市场规模有望达3551.9亿元，约占全球市场的75.61%
。
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